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(57) Abstract: Disclosed is a laser device for machining material, comprising a laser beam source (S) which supplies pulsed laser 
^? radiation (3), and a variable deflection unit (17) that introduces said laser radiation (3) into the material (1) at different, selectable 
points so as to create optical breakthroughs. The inventive laser device further comprises a pulse-selecting apparatus (15) which 
modifies selected laser pulses of the pulsed laser radiation (3) regarding at least one optical parameter in such a way that no more 
optica! breakthroughs can be created using the modified laser pulses. 
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(57) Zusaiumenfassung: Bei einerLaservorrichtung zur Material bearbeitung, mit einergepulste Laserstrahlung (3) bereitstellenden 
Laserstrahiquelle (S) und einer variablen Ablenkeinrichtung (17), die die Laserstrahlung (3) an verschiedenen, wahlbaren Stellen 
ins Material (I) zur Erzeugung optischer Durchbruche einbringt, ist vorgesehen eine Pulsselektionseinrichtung (15), die selektierte 
Laserpulse der gepulsten Laserstrahlung (3) so hinsichtlich mindestens eines 10 optischen Parameters verandert, dass mit den ver- 
anderten Laserpulsen keine optischen Durchbruche mehr erzeugbar sind. 



